PROJEKTY

czesé 1
Rozwdj technologii budowy
urzqdzen imontazu elementéw
elektronicznych dokonywal sie
niemal przez caly dwudziesty
wiek, dajqc w efekcie wiele
réznych, lepszych i gorszych
rozwiqzan, opierajqcych sie
zarowno na montazu recznym
jak iautomatycznym. Obecnie
najbardziej popularnym
sposobem budowy urzqdzen
elektronicznych sq konstrukcje
plaszczyznowe, oparte o plytki
z materiatu izolacyjnego
(ceramika, materialy
szktopochodne, zywice,

teflon, itp.), zawierajqcego
jedng lub wiecej warstw
materiafu przewodzqcego

— najczesciej miedzi. Na
plytkach tych umieszcza

sie elementy elektroniczne,
lutujqc ich wyprowadzenia

do przewodzqcych Ssciezek,
zapewniajqc rownoczesnie
montaz mechaniczny mniejszych
podzespoléw. Powodem
rozpowszechnienia sie tego
sposobu montazu bylo latwe
dostosowanie tej technologii
do szybkiego i automatycznego
montazu przemysfowego,

nie wymagajqcego udziatu
Iudzi. Chodzi tutaj oczywiscie
o popularne réwniez wsrdd
elektronikéw amatoréw plytki
drukowane.

Rekomendacje:

urzqdzenie przeznaczone

do stosowania w domowych
warsztatach elektronicznych, w
ktorych utatwi wykonywanie
plytek drukowanych o

jakosci bliskiej wykonaniom
profesjonalnym.
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Fot. 1. Naswietlarka gotowa do pracy

W warunkach amatorskich plytki
drukowane wykonywane sg najcze-
Sciej w oparciu o laminat szklano
— epoksydowy, a w przypadku urza-
dzen pracujacych przy bardzo du-
zych czestotliwoéciach stosowane sg
plytki o podiozu teflonowym. W za-
leznosci od stopnia skomplikowania
budowanego urzadzenia, stosowane
sa plytki jedno lub dwustronnie po-
kryte miedzig, mozliwe jest réwniez
wykonywanie w warunkach amator-
skich plytek wielowarstwowych, jed-
nak problemem staje sie tutaj za-
pewnienie pewnego styku przelotek
z wewnetrznymi warstwami miedzi.

Wytworzenie ptytki drukowa-
nej zlaminatu catkowicie pokryte-
go miedzia, polega na chemicznym
(najczesciej) pozbyciu sie fragmen-
tow zbednego materialu przewo-
dzacego i pozostawienie tylko po-
zgdanej mozaiki potaczen. Wybér
pozadanych fragmentéw miedzi
odbywa sie poprzez ich zabez-
pieczenie przed kapielg trawiaca.
W przypadku profesjonalnej produk-
cji obwodéw drukowanych, obok
technik drukarskich (stad pochodzi
nazwa: plytki drukowane), niemal
od poczatku stosowane byly do ich
wytwarzania metody fotograficzne
- poczatkowo poprzez naswietlanie
pokrytego Swiatloczulym lakierem
laminatu, poprzez przygotowang
odpowiednio klisze, a koficzac na

obecnie stosowanych precyzyjnych
urzadzeniach mechaniczno - opty-
czych - fotoploterach. Przez wywo-
lanie w ten sposéb naswietlonego
lakieru, odstania sige powierzchnie
miedziane przeznaczone do usunie-
cia przez substancje trawiaca.

W rozwiazaniach amatorskich,
przed rozpowszechnieniem sie kom-
puteréw, jedynymi metodami wy-
konywania obwodéw drukowanych
byly réznego rodzaju wyklejki i kal-
komanie lub reczne rysowanie Scie-
zek wodoodpornym lakierem czy
pisakiem. Wykorzystanie do projek-
tu obwodu drukowanego programu
komputerowego, pozwala na wytwo-
rzenie bardzo precyzyjnej mozaiki
Sciezek, nie nadajacej sig jednak do
recznego przeniesienia na laminat.
Wséréd elektronikéw wykonujacych
w warunkach domowych plytki dru-
kowane najbardziej rozpowszechnity
sie obecnie dwie metody - jedna
polegajaca na termicznym przenie-
sieniu na powierzchnie laminatu to-
nera z wydruku pochodzacego z dru-
karki laserowej oraz druga - metoda
fotograficzna, polegajaca na naswie-
tlaniu i wywolywaniu emulsji $wia-
ttoczutej — najczesciej Positiv 20
firmy Kontakt Chemie. Obie metody
majg swoje wady izalety oraz swo-
ich zwolennikéw. Obydwa sposoby
zostaly dosy¢ dokladnie opisane na
famach Elektroniki Praktycznej i, co
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najwazniejsze, obydwa te sposoby
domowego wytwarzania plytek, przy
odrobinie wprawy, dajag bardzo do-
bre rezultaty i pozwalaja na wykona-
nie zar6wno prostych urzadzen ama-
torskich, jak iptytek prototypowych
dla urzadzen profesjonalnych.
Prezentowane urzgadzenie prze-
znaczone jest, jak sama nazwa
wskazuje, do wykorzystania w meto-
dzie fotograficznej. Odpowiada ono
za prawidlowe naswietlenie lamina-
tu pokrytego emulsjg S$wiatloczula,
co w duzej mierze decyduje o efek-
cie koncowym - precyzyjnie wyko-
nanym obwodzie drukowanym.

Cechy naswietlarki UV

Przedstawiona naswietlarka zosta-
ta zbudowana z wykorzystaniem ogdl-
nie dostepnych itanich materialow
konstrukcyjnych, elementéw mecha-
nicznych i podzespoléw elektronicz-
nych. Mimo to, jej funkcjonalno$c
nie odbiega od kosztujacych ponad
tysigc zlotych urzadzen fabrycznych.
Fotografie naswietlarki gotowej do
pracy przedstawiono na fot. 1. Pre-
zentowane urzadzenie wyposazone
jest wszes¢ Swietlowek UV, po trzy
w podstawie ipokrywie, umozliwiajac
w ten sposéb réwnoczesne naswie-
tlanie obu stron laminatu przy wy-
konywaniu plytek dwustronnych, do
formatu znacznie przekraczajgcego
A4. Dwustronne naswietlanie skraca
dwukrotnie czas realizacji tego proce-
su oraz, przez mozliwo$¢ réwnocze-
snego ulozenia obu klisz, poprawia
precyzje zbieznosSci dwoéch warstw
druku. Jako zrédlo $wiatta UV za-
stosowano dwudziestowatowe Swie-
tlowki firmy Philips o oznaczeniu
TL20W/05, emitujace $wiatto o wid-
mie zblizonym do maksimum czulo-
sci emulsji Positiv. Naswietlarka jest
wyposazona w ramke z membrang
z cienkiego pleksiglasu, ktéra wraz
z pompka podci$nieniowa tworzy sys-
tem docisku iutrzymania polozenia
kliszy w stosunku do powierzchni
naswietlanego laminatu. Prezentowane
urzadzenie wyposazone jest réwniez
w system kontrolujacy czas naswietla-
nia isterujacy praca wszystkich pod-
zespoléw, pozwalajacy na bezobslugo-
we przeprowadzenie procesu.

Konstrukcja mechaniczna
Gléwnym materialem konstruk-
cyjnym naswietlarki sa listwy ideski
drewniane o grubosci 2 cm. Do budo-
wy urzgdzenia mozna z powodzeniem
wykorzysta¢ inne materialy drewno-
pochodne, np. sklejke, plyte wiéro-
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Naswietlarka UV
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Rys. 3. Budowa pokrywy naswietlarki
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Naswietlarka UV
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Rys. 5. Budowa drugiej z dwdch czesci ramki

wa, itp. Pozostale komponenty po-
trzebne do budowy korpusu to szyba,
uszczelka okienna oraz arkusz cienkiej
(ponizej 1 mm) pleksi. Konieczne jest
réwniez zaopatrzenie sie w dwie li-
stwy zawiasowe oraz dwa ograniczni-
ki otwarcia pokrywy. Do prac monta-
zowych iwykonczeniowych przydatne
beda wkrety, klej ilakier do drewna
oraz cienka folia aluminiowa (np. fo-
lia spozywcza).

Korpus naswietlarki skiada sie
z czterech elementéw. Pierwszy z nich,
przedstawiony na rys. 2, stanowi pod-
stawe konstrukcji, a zarazem miejsce
umieszczenia gléwnych elementéw
oprzyrzadowania elektrycznego. Zo-
stal on skonstruowany w postaci pta-
skiej skrzyni bez pokrywy, zniewielka
wneka umieszczong w przedniej cze-
§ci, przeznaczong na sterownik iinne
komponenty elektryczne. Wnetrze zo-
stalo wyklejone folig aluminiowg po-
prawiajaca skuteczno$¢ promieniowa-
nia Swietlowek. Poszczegélne kawal-
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ki drewna zostaly ze sobg sklejone
i skrecone z wykorzystaniem wkretow.
Drugim gléwnym elementem urza-
dzenia jest pokrywa, dopelniajaca
konstrukcje czesci dolnej. Jej wymiary
(wcm) przedstawiono na rys. 3. Po-
krywe skonstruowano réwniez w opar-
ciu oklejenie iskrecenie desek. Goto-
wy element wyklejono od érodka folig
aluminiowa. Podstawe wraz z pokrywa
nalezy polaczyé z wykorzystaniem li-
stwy zawiasowej, zamocowanej do tyl-
nych Scianek obu elementéw. Do bo-
kéw pokrywy ipodstawy zamocowano
ograniczniki, pozwalajace na stabilne
umieszczenie pokrywy zar6wno w po-
zycji zamknietej jak iotwarte;j.
Elementami, ktérych wykonanie
wymaga najwiekszej dokladnosci, sg
dwie cze$ci ramki obejmujacej na-
$wietlang ptytke. Ich rysunki technicz-
ne umieszczono na rys. 4 i 5. Rys. 4
przedstawia dolng cze$é, natomiast
rys. 5 goérng cze$¢ ramki. W dolng
cze$¢ ramki zostala wklejona szyba

wraz z uszczelka umieszczong od gory
na krawedziach. Sposéb mocowania
uszczelki przedstawiono na fot. 6. Do
gornej czeSci ramki, do jej spodniej
czedci, zostal przyklejony arkusz plek-
siglasu. Calo$¢ zostala polaczona za
pomocy listwy zawiasowej i przykre-
cona do podstawy za pomocg wkre-
téw. Mocujac ramke do podstawy nie
nalezy uzywac kleju, aby umozliwi¢
p6Zniejszy demontaz, chocby w celu
dokonania czynnosci serwisowych.
Ramke nalezy wykonaé z duzag
precyzja, gdyz wszelkie niedoktadno-
§ci wlaczeniu kawatkéw drewna lub
wykorzystanie do budowy elementéw
zwichrowanych, moga uniemozliwic¢
uzyskanie wystarczajacego podcisnie-
nia ipoprawnego wykorzystania urzg-
dzenia. Nie jest konieczne stosowanie
szyby ze specjalnego szkla wysoko-
przepuszczalnego dla promieni UV,
wystarczy zwykle szklo okienne. Pré-
by wykazaly, Zze duzo wieksze znacze-
nie dla jakoSci naswietlenia maja ce-
chy zastosowanej membrany. W urza-
dzeniu modelowym zastosowano
arkusz bardzo cienkiego pleksiglasu
(okolo 0,8 mm grubosci). Zapewniat
on odpowiednig sztywno$¢ pozwalaja-
ca na réwnomierne doci$niecie kliszy
do naswietlanej plytki, aréwnoczesnie
byl na tyle elastyczny, ze poddawat
sie podci$nieniu wymuszanym przez
pompke. W przypadku wystapienia
trudnoéci w zdobyciu takiego materia-
tu, mozna sprébowaé zastgpi¢ go gru-
ba isztywna, azarazem przezroczysta
folig. Przy dobieraniu tego elementu
nalezy kierowac sie przede wszystkim
jak najwieksza przezroczystoscig, gdyz
folia charakteryzuje sie stosunkowo
duzym tlumieniem promieni UV. Fo-
lia powinna by¢ odpowiednio sztyw-
na, aby nie ulegala zbyt tatwo podci-
$nieniu wytwarzanym przez pompke,
gdyz uniemozliwi to doci$niecie kli-
szy na calej plaszczyznie plytki (two-
rzenie sie stref odcietych od podci-
$nienia). Przed zamocowaniem szyby
wramce nie nalezy zapomnie¢ o wy-
wierceniu w jej narozniku otworu od-
prowadzajacego powietrze do pompki
podcisnieniowej. Srednice otworu na-
lezy dobra¢ w zaleznosci od $rednicy
wezyka doprowadzajacego powietrze.
Ze wzgledu na trudnosci zwigzane
z wierceniem otworu w szkle, nalezy
zastosowaé specjalne wiertlo i zacho-
wacé szczeg6lng ostrozno$¢, lub sko-
rzysta¢ zustug szklarza.
Pawel Hadam, EP
pawet.hadam@ep.com.pl
Janusz Stréz
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KONSTRUOWANIE

@) sterownikow na bazie
mikrokontroleréw 8-bitowych, .
16-bitowych, 32-bitowych @® lutowanie na fali lutowniczej «

®» PROJEKTOWANIE
@ ukitadow elektronicznych » 34-300 Zywiec ul. Lelewela 26
5

electronics

-

» PONADTO'\
- OFERUJEMY:, &

@® montaz mieszany:
przewlekany, SMT—,;

SOLTEC MIDI z podwdéjna falg®
typu SMART WAVE = s

MCD Electronics

@® obwodow drukowanych tel/fax: 33/861 603

e-mail: smt@mecd.com.pl
http://fwww.mcd.com.pl

%
// Ink Jet Systems

Renomowany producent
przemystowych drukarek INK-JET
oferuje wysokiej klasy elementy automatyki:

miniaturowe przetwornice DC/DC
do bezposredniego montazu na ptytce
do zastosowan w obwodach zasilania
uktadow cyfrowych i analogowych

napiecie wyjsciowe pojedyricze lub podwdjne
galwaniczna separacja wejscie - wyjscie
galwaniczna separacja wyjs¢

wspotpraca przetwornic szeregowa lub réwnolegta

odporne na zwarcie

aktywny detektor podczerwieni
do zastosowan w uktadach automatyki
i zabezpieczen

mate wymiary budowy (M18x1)
duza odpornos¢ na zaktécenia
whbudowany wskaznik zadziatania
wyjécie odporne na zwarcie
wykonania PNP NPN

ul. Tarnogajska 11/13
50-512 Wroctaw

tel. (0-71) 367 04 11
fax (0-71) 373 32 69

¢ EBS

Ink Jet Systems

EBS Ink-Jet Systems Poland Sp. z 0.0.

PDW MARTHEL

ul. Sosnowa 24-5
M WPIEEE‘JvNIZMPRAo::;IJ-EI):nELIt Bielany Wroclawskie
55-040 Kobierzyce
ARTHE, DYSTRYBUCJA tel. +48 71 3110711, 12

www.marthel.pl fax +48 71 3110713

Pamieci firmy Winbond
Pamigci EPROM elektrycznie kasowane

Nieulotne pamigci EEFROM o organizaciji

i sposobie programowania jak w typowych ‘
pamieciach EPROM UV, wyposaZzone

w funkcje kasowania elektrycznego

zamiast swiatlem UV. Czas kasowania

skrocony do 100 ms. Pojemnosc :

w zakresie 512 kbit...2 Mbit. 4

Programowane za pomocg o

wigkszosci typowych programatoréw EPROM.

Standardowe pamieci SRAM

Statyczne, asynchroniczne pamieci RAM o czasie dostepu 35...70 ns,
niskopradowe. Pojemnosc 64...256 kbit, organizacja 8-bitowa, wejscia
i wyjscia kompatybilne z TTL.

Szybkie pamieci SRAM

Statyczne, asynchroniczne pamieci RAM o krotkim czasie dostepu 12...25 ns,
niskopradowe. Pojemnoscé 64 kbit...1 Mbit, organizacja 8/16-bitowa, wejscia
i wyjscia kompatybilne z TTL.

Pamieci Flash

Szybkie, nieulotne pamigci
wielokrotnego zapisu, trwatosc
zapisu do 20 lat, wytrzymatosé

do 10 tys. cykli, czas dostepu
11...120 ns. Pojemnosé w zakresie
512 kbit...4 Mbit, organizacja
8/16-bitowa, zasilanie 5V lub 3,3 V,
wejscia i wyjscia kompatybilne z TTL.
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